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Zdjecie produktu

OMNIMATE® - ztacza miedzyptytkowe

Uniwersalna konstrukcja kompaktowych urzadzen
Zastosowanie przyszto$ciowych systemow taczacych, jak
réwniez optymalizacja procesow produkcyjnych, ma coraz
wieksze znaczenie dla rozwoju wydajnych urzadzen prze-
mystowych, stosowanych w technologii przemystu 4.0.
OMNIMATE® Ztgcza miedzyptytkowe wyrdzniaja sie po-
dziatkg 1,27 mm a ich r6zne wersje zapewniajg maksy-
malng uniwersalnos$é.

¢ Uniwersalna konstrukcja urzadzen - Przemystowe
zageszczenie potaczone z wysoka elastycznos$cia potaczen
(Mezzanine, Mother-to-Daughter, karta rozszerzenia, kabel
do ptytki)

* Przystosowanie do automatyzaciji - Przystosowanie
do automatycznego procesu montazowego dzieki wyso-
kiej precyzji i mate tolerancji potozenia ptaszczyzn stykéw
oraz mocowania SMT

* Niezawodne styki - Do 500 cykli tagczenia dzieki przy-
stosowanej do warunkéw przemystowych powierzchni z
powtoka ze ztota (PdNi-Au)

* Przystosowanie do procesow technologicznych -
Wysoka wydajno$é Materiat LCP do lutowania rozptywo-
wego

* Mozliwos$é skalowania - R6zne wysokosci i wysoki
wspotczynnik naktadania stykow umozliwiajg zastosowa-
nia do szerokiego zakresu od 12 - 80 stykow.

* Wytrzymata miniaturyzacja - proste i bezpieczne
podtaczenie mozliwe nawet w niekorzystnych warunkach
montazowych - np. nachylenie lub przesuniecie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztgcze wtykowe do druku, listwa z gniazdami, Przy-
tacze lutowane SMD, Raster w mm (P): 1.27 mm,
Liczba biegunéw: 12, 180°, Tape

Nr zam. 2747340000

Typ FFH9 S1/12V F1 BRL

GTIN (EAN) 4064675001003

llos¢ 280 Szt.

parametry produktu IEC: /2.8 A
UL: 150V

opakowanie Tape
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Gtebokosé 7,8 mm Gtebokos¢ (cale) 0,307 inch

Wysokos$é 9,9 mm Wysokos¢ (cale) 0,39 inch

Szeroko$é 12,7 mm Szeroko$¢ (cale) 0,5 inch

Masa netto 5,329¢g

Specyfikacje systemu

Szybkos$¢ przesytania danych Rodzina produktow Sygnat OMNIMATE - ptytka
3,125 Gb/s do ptytki

Rodzaj przytacza

Przytacze dla obwodu dru-

montaz na ptytce drukowanej

kowanego Przytacze lutowane SMD
Raster w mm (P) 1,27 mm Raster w calach (P) 0,05"
kat odejscia 180° Liczba biegunéw 12
liczba kotkéw lutowanych na biegun 1 Wspoétptaszczyznowosé: 0,1 mm
Liczba rzedéw 1 liczba rzedéw z biegunami 2
Stopien ochrony IP20 Rezystancja skro$na <25 mQ
Cykle wpinania 500 Sita wtykania/biegun, maks. 0,6 N
Sita ciagniecia / biegun, maks. 0,6 N
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny LCP Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych llla
Wytrzymato$¢ izolacji 210" Q Moisture Level (MSL) 1
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 podstawowy materiat styku stop miedzi
Materiat stykdw Stop Cu Powierzchnia styku Ztoto na niklu

Struktura warstwowa wtyku

22 pmNi/20.4 pm

Temperatura magazynowania, min.

PdNi / 2 0.05 ym Au -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -565°C
Temperatura pracy, max. 125 °C
Dane znamionowe wg IEC
Prad znamionowy, min. liczba biegunéw Odstep izolacyjny po izolacji, min.
(Tu=20°C) 2,8A 0,4 mm
Odstep izolacyjny powietrzny, min. 0,4 mm
Dane znamionowe wg UL 1977
Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano Napiecie znamionowe (UL 1977) (nieak-
wartosci minimalne, szcze- tualne)
goty - patrz certyfikat. 150V
Opakowanie
opakowanie Tape Dtugosé¢ VPE 350 mm
Szeroko$¢ VPE 340 mm Wysokos$¢ VPE 135 mm
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02 ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02 ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01 ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

No SVHC above 0.1 wt%

Wazna informacja

Zgodnosé IPC

Zgodnos¢: produkty sa projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami miedzynaro-
dowymi, wiasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jako$¢ wykonania
jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢ ocenione dalsze wymagania dotyczace
produktéw.

Dopuszczenia

Dopuszczenia

C Us

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202

Pobieranie

Dane projektowe

CAD data — STEP

Powiadomienie o zmianie produktu

Katalogi

Technische Anderung fiir Board-to-Board Steckverbinder - Lotstiftlange und PPP
Technical change to Board-to-Board connectors - solder pin length and PPP

Catalogues in PDF-format
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Zdjecie produktu

Rysunek wymiarowany

e
FRHOSI/12VFI B

Rysunek szczeg6towy

o1 Y0
NI
AN=ip}

Krzywa obciazalnosci pradowej

load current I [A]

©Q =12pos.
© =50pos.

© =0.055 mm* (AWG30 0.8A / IEC 60512-5-2)
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Rysunki

Extender-Board Mezzanine

Data sporzadzenia b listopada 2024 18:30:37 CET

Aktualizacja katalogu 26.10.2024 / Zmiany techniczne zastrzezone 5



FFH9 S1/..VF1BRL

\rl

3

2,21

3,05

9.9

Dl
1

T=

Type Order no. No. of poles A B C D E G
FFH9 S1/12VF1BRL 2747340000 12 6,35 10,77 12,1 9,37 8,37 2,46
FFH9 S1/16VF1BRL 2747350000 16 8,89 13,31 15,24 11,91 10,91 3,73
FFH9 S1/20VF1BRL 2747360000 20 11,43 15,85 17,78 14,45 13,45 5
FFH9 S1/26VF1BRL 2747370000 26 15,24 19,66 21,59 18,26 17,26 154
FFH9S1/32VF1BRL 2747380000 32 19,5 2347 254 22,07 21,07 881
FFH9 S1/40VF1BRL 2747390000 40 24,13 28,55 30,48 27,15 26,15 11,35
FFH9 S1/50VF1BRL 2747400000 50 30,48 34,29 36,83 335 32,5 15,16
FFH9 S1/68VF1BRL 2747410000 68 41,91 46,33 48,26 44,93 43,93 20,24
FFH9 S1/80VF1BRL 2747420000 80 49,53 53,95 55,88 52,55 51,65 24,05
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Weidmiiller 3t

Female vertical - FFH6 | FFH9

Application - dimensions

female vertical
14 mm , -
N— \\\
13 mm : male angled ==
12 mm : —
= H
| | L L
10 mm & =] U
07
s | - - %
E male vertical
8 mm
X | stacking male1,75mm male 3,25mm male 1,75mm male 3,25mm b e 777 o X Y S min. *Smax. P min. 0
Y | heights female 6,26mm female 6,25mm female 9,05mm female 9,05mm M!///ﬂ - -
325 9,05 123 138
S | PCB distance 8mm - 9,5mm 9,5mm- 11mm 10,8mm - 12,3mm 12,3mm - 13,8mm female vertical 175 9.05 108 123
Tree FMH1. FMH3. FMH1. FMH3. . » - - 3.25 6.25 95 T
FFHG.. FFHG.. FFH.. FFHS.. S max. = S min. + 1,16 wiping lenght with additional 175 6,25 3 95 i N
contact overlap security - 9,05 - - 10,5 14,33
6,25 - - 1,7 11,63
Mating conditions Tape - dimensions Reel - dimensions
0,1 1601 reel off direction
7 : >
0.7mm Offset ’__O_Jmm K
l ] ]
£ 535593559 o
j - ==
z
Pick & Place pad 6,4 + 0,1 x 4,5 0,1
fu ] ﬂ[;?ﬂ -
[ ] [ ]
Tape dimensions A F 1 K
Pole 12 24,0 115601 - 2+0,1
Poles 14 to 20 32,0 14201 284 20,1 - -
Poles 22 10 40 440 202:015 402 2x0,5 HEEI i E I
Poles 42 to 56 560  262:0,15 524  2+015 Pole 12 244
Poles 58 to 80 720 342:03 684 2402 Poles 14 to 20 328 6mm for stacking height
| Poles 22 to 40 444 1 75mm & 3.25mm
m i ﬂh E:C[ (1) No double sprocket holes for 12 pole numbers (tape size 24) Poles 42 to 56 56,4 ! !
Poles 58 to 80 724

| ] J
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Reflow Solder Profile
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.





